
高いエネルギー分解能により、緑色領域内に含まれる遷移
金属由来の蛍光X線をカットし、BG成分を低減可能

画期的なシームレス多次元ピクセル検出器
0,1,2次元測定可能なピクセル検出器でありながら、高いエネルギー分解能を実現

1 高いエネルギー分解能

2 ピクセル多次元検出器

3 広いダイナミックレンジ

4 フィルターレス測定

5 多様な測定モード

✓ 0、1、2次元測定が可能

✓低強度から高強度まで検出可能
✓高い直線計数性を実現

✓ Kβフィルターレスの測定が可能

✓目的に応じた測定モード選択
・高強度優先モード、
・高角度分解能優先モード

✓工具不要の簡便な切替機能

✓低BG(バックグラウンド)測定を実現

◆特長

カット カット

XSPA-400 ER

従来型検出器

X-ray Seamless Pixel Array detector



X-ray Seamless Pixel Array detector

技術仕様1

検出方式 直接検出型フォトンカウンティング

検出素子 シリコン

ピクセルサイズ 75 μm ×75 μm

ピクセル数 512 x 128

検出面積 38.4 x 9.6=368.64 mm2

計数率 ＞1 × 105 cps/pixel

技術仕様2

内蔵カウンター 最大28 bit/pixel

対応波長 Cr,Co,Cu,Mo,Ag

検出効率 (CuKα) 99 %

エネルギー分解能 (CuKα) 340 eV (蛍光X線低減モード使用時)

冷却方式 空冷

消費電力 DC20V 1.0 A （20 W)

◆高いエネルギー分解能

CrMo鋼中のセメンタイト定量
低BGにより、S/N比が向上し微量相を観測

◆XSPA-400 ER × CBO-αのベストコンビネーション

一般的な単色化されていないBB光学系
(CuKα線以外にCuKβ線や連続X線など
不必要なX線が試料に照射される)

CBO-αを使用しCuKα線に単色化されたBB光学系
(X線回折に必要なCuKα線のみ試料に照射できる)

XSPA-400 ER

従来型検出器

◆シームレス
ピクセル多次元検出器

鉄鋼中の残留オーステナイト定量、
低BG×2次元測定を用いた応用測定が可能

◆高い直線計数性と
広いダイナミックレンジ

低強度から高強度まで
高い直線計数性と広いダイナミックレンジ

◆強度/角度分解能優先モードを
簡単に切り替え可能

検出器の配置を1つの台座で切替でき、強度
優先・角度分解能優先のモードを選択可能

縦配置で強度優先 横配置で
角度分解能優先
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Si基板の測定
高強度を取得させるため、
スリットはOpenに設定
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正極材Li(Ni,Mn,Co)O2の測定
CBO-αを用いて、更なる低BGのデータを取得し、微量相の検出に貢献
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